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Die folgefiden Angaben alnd den vom 

Selektives Aufbringen von Polymerfilmen 

Verfahren zum aelektiven Aufbringen von ats Losung 
handhabbaren FN man fur die Erzeugung eines gemuster- 
ten Films Insbesondera auf dam Gablet von Integrferten 
elektronfschen und optoelektrontschen Efnrlchtungen. 
Ein a la Ldsung handhabbarea organfeches Material wfrd 
selektfv aufgebracht indam dieses Material durch elne 
langgestreckte Bohrung von elnem fn Verblndung mft el- 
nem Vorratsbehalter dieses Materials stehenden entf em- 
ten Ende zu elnem distal en Ende nahe efnem Substrat fdr 
die Aufnahme dieses Materials zugefOhrt wfrd, wobal die 
ZufQhrung des Materials derart gesteuert wfrd, da& fnfol- 
ge desKontaktszwiachendem Material und dam Substrat 
das dlstale Ende unter der Wfrkung der Schwerkraft oder 
der Benetzungsapannung oder elner Komblnatfon dersel- 
ben verlSBt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bctrifft ein Verfahren zum selcktive Auf- 
bringen von als LSsung handhabbaren Rlmcn zur Erzeu- 
gung eines gemusterten Films insbesondere auf dem Gebiet 
voo integrierten elektronischen und optoelektronischen Ein- 
richtungen. 

Vide integrierte elektrooische Einrichtungen erfbrdern 
das Mustem einer odor mehxerar dunner Schichten, die in 
diesen Einrichtungen mit vezschiedenen Auflttsungxwerten 
verwendet werden. Dies ist der Fall fur organische elektro- 
nische und opto^Lcktrocdschc Einrichtungen, das Bind Ein- 
richtungen, die werrigstens edne elektrisch akdve oder opto- 
elektrisch akdve organische Schicht enthalten. Solche Ein- 
richtungen umfassen gemusterte und/oder mehrfarbigc or- 
ganische Hchteimttieiende Einrichtungen (OLEDs) und ins- 
besondere solche, die Uchtemitherende Polymere enthalten 
(LEPs). Solche organischen Schichten ktinnen organische 
Leiter sein, wie leitende Polymere (Folyanilin, Polyethylen- 
dioxythiophen und andere PolytWophene, Polypyrrol und 
dergL und ihre dotierten Fartnen) oder 11 uareszierende orga- 
nische Veihindungen und konjugierte Polymere, wie Alq3, 
Polyphenylene und Derivate, Polyfluorene und Derivate, 
Polythiophene und Derivate, Polypheny lenviny lene und De- 
rivate, Polymere, die heteroaromatische Ringe enthalten, 
und dergL oder allgemein konjugierte Verbindungen (Mole- 
k01e und Polymere), die Ladungstrageru*ansport aurrechter- 
halten kormen, oder organische Halbleiter. 

OLEDs, wie sie in der US-Patentschrift Nr. 5 247 190 
«ler m US-Palerilacririft 

auf derenlnhalt hier Bezug genornmen wird, sind Displays 
in Form von ebenen Flatten, die ekktromsch akdve durmc 
organische Schichten enthalten, wie oben erwfihnt In 
US 5 247 190 ist die akdve organische Schicht ein lichte- 
mittierendes halbleitendes konjugiertes Polymer und in 
US 4 539 507 ist die akdve organische Schicht ein lichte- 
mitderender sublimiezter Molekukrfilm. Diese Displays 
enthalten erste und zweite Elektroden, die in der Lage sind, 
Ladungstrager cntgegengesctzter Art in eine hchtenrittie- 
rende Schicht zu in jizicren . Wenn ein elektriscfaes Feld zwi- 
schen den Elektroden angelegt wird, werden Ladungstrager 
entgegengesetzter Art in die lichtemittierende Schicht inji- 
ziert, wo sie rekombiniercn und dann strahlend zerf alien, 
um Licht zu emitderen. Die Wellenlange des emitderten 
Lichts kann durch geeignete V«fehl der lichterrrim'erenden 
Polymerschicht eingestellt werden, um dadurch die Faroe 
zuverandern, die cmittiert wild Andere Schichten kocnen 
eingeschlossen werden, oeispielsweise ist cs moglich, eine 
Ladurujstransportschicht zwischen einer oder beiden Elek- 
troden und der hchtemitnerenden Schicht einzuschliefien, 
um die Injekuon von LadungstrSgern von den Elektroden in 
die UchtemMerende Schicht zu unterstOtzerL 

Altemadv kflnnen mehr als eine lichtemitderende Schicht 
edngehracht werden, um eine andere Art der Steuerung der 
Farbe der emitderten Strahlung zu erzeugen. Solche Dis- 
plays werden im einzelnen in den oben genannten US-Pa- 
ten tachrift en beschrieben und werden daber hier nicht mehr 
im Detail beschrieben. 

Andere organische optische, elektronische und optoelek- 
tronische Einrichtungen sind gemusterte Farbfilter fUr LCD- 
Displays, gemusterte FLucrozeiizfilme, Fotodioden und fo- 
tovoltaische Zellen, DUnnschicht-TVarisistoren, Dioden, 
Trioden, Optokoppler, Bildverstarker und dergL und ver- 
schicdene Kombinadonen dieser Einrichtungen in integrier- 
ten elektronischen Schaltungen. 

Hohes Leistungsvermdgen von optischen, elektronischen 
und optoelektronischen Einrichtungen, die solche aktiven 
organischen Schichten enthalten, erfordert eine groBe Sorg- 



falt beim Aufbringen und Verarbeiten der organischen 
Schichten. Wenn "Kompromisse" bei der Verarbeiamg und 
Aufbringung dieser Schichten gemacht werden, verschlech- 
tert sich oft das Leistungsvermdgen der Emrichtung. Solche 
5 "Kompronrisse" sind jedoch oftmals erfarderlich, beispiels- 
weise bed der Herstellung von Einrichtungen, in denen eine 
oder mehrere akdve organische Schichten als Muster auf ge- 
bracht werden mOssen, beispieurweise zur Herstellung einer 
mehrrarbigen rot-grunblau ^GB)-LEB-Einrichtung. 
10 Verachiedene Musterungsverfahren sind untersucht und 
entwickelt worden, um gemusterte organische Durmfilmein- 
richtungen herzustellen, von denen die meisten in ihrer Ar> 
wendbarkeit sehr begrenzt sind uncVoder Nachteile in dem 
Sinn aufweisen, dafi die Lristungsfanigkeit dieser Einrich- 
12 tungen schlechter ist als ctiejenige von ungemustertcn ent- 
sprechenden Emrichtungea Diese Musterungsverfahren 
umfassen das Aufdampfen durch Lochmasken oder unter 
speziflschen Winkeln und Aferwendung von S eparatoren auf 
den Substraten der Einrichtung, was brides fur gemusterte 
20 Einrichtungen unter Verwendung von sublimierten organi- 
schen Klmen angewendet wird. Diese verfahren haben je- 
doch Einschrankungen hinsichtiich GroBe und/oder Auflo- 
sung und sind nicht wirklich fur als LBsung handhabbare 
Materialien, wie konjugierte Polymere, anwendbar. Ver- 
25 schiedene fotolithografkche Musterungsverfahren kOnnen 
gnindsfltzlich zum Mustem voo organischen Hlmen ange- 
wendet werden, aber dies ftthrt oft zu einer Verunreinigung 
der Trennflachen und einer Verschlechterung der Ledstungs- 
ffchigkeit der Emrichtung. In vielen Fallen sind die Verfah- 
30 ren (UV-Iicht, Brenn- oder Trockenschritte und dergL) und 
die Chemikalien (Fotoresiste, Atz- und Entwicklungslosun- 
gen, Lasungsnrittel und dergL), die bei hthografischen Ver- 
fehren angewendet werden, mil aktiven organischen Schich- 
ten nur gerade vertraglich, wenn flberhaupt All diese Ver- 
3S fahren bedingen zus&zliche Verarbeulmgsschritte und infol- 
gedessen Kosten. 

Als Alternative zum Aufbringen von Materialien, die als 
Lttsung handhabbar sind, wurde Tlntenstrahldruck fur die 
Herstellung von Einrichtungen mit Mustem hoher Auflo- 
40 sung untersucht. Obwohl Tuitenstrahldruck ein sehr attrakti- 
ves verfahren zur Herstellung von gemusterten Einrichtun- 
gen ist, da es chrekt die Muster auf das Substrat "schreibt", 
ohne daB zusatzliche nachfolgende Musterungsschritte er- 
foideriich sind, ergibt er auch Einschrankungen fur das Ver- 
45 fahrea* die mit Untenstrahl gedruckten Losungeo, welche 
das bzw. die akti ve(n) organiscbe(n) Material(ien) enthalten, 
mOssen einen Bcreich von Erfccdernissen erfflllen, der sich 
auf die Vlskositfit der Losung, die Konzentration und/oder 
die Benetzungseigenschaften des I^ntensnraU-Druckkopfes 
50 beziehen. Bei diesem verfahren wurde anch untersucht, Ein- 
richtungen mit hoher AuflOsung mit den geeignet hochauflo- 
senden Druckkopfen zu mustem, und daber mttssen die Tin- 
tenstrahl-TrQpfchengrdBen ziernlich klein sein, was Auswir- 
kungen auf den Durchsatz hat Wenn dahergrdBere Displays 
55 (oder andere Einrichtungen) nrit grSBeren Pixels oder "Ab- 
standsbereichen" hergestellt werden sollen, bdspielsweise 
Ober 50 um oder sogar Ober einige 100 um, fur die jedoch 
die Auflosungsanf orderungen nicht sehr hocb sein kfinnen, 
sinkt die Attrakdon des hochauflosenden Tlntenstrahl- 
60 drucks. 

Es ist ein Ziel der Erfindung, ein Muster- und Aufbring- 
verfahren fur als Losung handhabbare Materialien zu schaf- 
fen, die als akdve dfinne Hlme in optischen, elektronischen 
und optoelektronischen Einrichtungen verwenden, welches 
65 die obigen Nachteile verdrfingt oder beseitigt 

GemMB einem Aspekt schafft die voriiegende Erfindung 
ein Verfahren zum selekdven Aufbringen eines als Losung 
handhabbaren organischen Materials durch Aufbringen des 
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Materials durch dne langgestreckte Bofamng von dnetn in langgestreckten Bohiung in Vferirindunc stent, wood die 

^^"S™ 1 ^ Votrats fchait« dieses Materials ste- Of&ungen eine Verbmdung der B<Zn«n rit dem Vbr- 

nenoen entlernten Ende zu einem distalen Ende nahe einem ratsbehalter ermSglichen 

Substrat zur Aufaahme dieses Materials, wobei die ZufOh- FUr die Verwendung verschiedener Materialicn, z. B. un- 

rungdesN^als so ge^^ wild, daBes das distale Ende s terschiedlicher Farben, kann mehr als eine Bohrung von»e- 

unter der Wrkung der Schwerkraft oder der Benetzungs- solum werden. vuige- 

«P*nnung oder einer KomWnation deiselben infblge des Eine mehrfarbige lichtenrittierende Knrichtuna kann drci 

Kontato zwischen dicsem Material und dem Substrat ver- langgestreckte Bohrungen in Verbimiimg nutjeweils unter- 

~. _ schiedHchen Vfarralxbehallem zur ZufUhrung von unter- 

Die Benetzungsspannuug kommt ins Spiel, wenn ein 10 schiedlkben Materialien zu vorbestimmten Berdchen des 

^fenen des Materials in Kontakt nrit dem Substrat ge- Substrats umftssen, wobei die unterscbiedlichen Materia- 

bracht wad, wahrend a aoch am distalen Ende der Bohrung lien lichtemittieiende organische Materialien sind, die Licht 

i^piT^' ^ ^^^T^ wm von unterscWedlkhen Wsllenlingen enrimeren konnen. 

distalen Er^ der Bohn^ "abzuziehen". Dm Benetzungs- Das Substrat kann ein vorgefbrmtes Muster von Trenn- 

spannung dumb die Oberfl5chenspannungsqualitaten des is material (eine sogenannte "Bank") zurBildung vorbestimm- 

5S^l^f^,r TIT de8 ] Wp ? hCnS terBereiche tragen. in denen das «lekdv^Kngen^ 

«r^^^ ED ^ dBr ? < ? rUng ' ^Beoetzungs- flnden soa Urn eine optische, optoelektromsche bder elek- 

wu!kd des TWpfchen. mitdem Substrat, die KapillaArSfte uomsche Einrichtung hmll^Ln dn Btekn^nml 

£^ ^Zi^J^ 1 ^ rui ? ausdem Vbrratsbehalter zu terial in den vorbestimmten Bereicfaen voc dera selektiveo 

steuern. Die Verwendung der Benetzungs spannung ermog- 20 Aufbringen aufgebracht women seia 

^ J^ 1 ^ 5 ^? ™? sto ^ hB » Aufbringvor- Die Steuerung derTropfchenausgabe aus den Itohningen 

gang. Fflrgrofie Aufbrmgflacnenistesjedoch auch moglich, kann unter Anwendung riner AnzaMvon FaktoXhX 

dafi die vorherochende Kraft die Schwerkraft ist, d. fa., dafi sondere der folgenden, erfolgen: 
das TrCpfchen das distale Ende der Bohrung vor der Kon- 

taktostellung nut dem Subset veriSBt 25 (i) Querschnittsflfiche der Bohrung, vorzugsweise im 

Die Ubertraguiigsgeschwindigkeit und -menge des durch Berdch von 0,001 mm 2 bis 10 mmtund/oder vorzugs- 

me langgesm^ Bohrung zugetuhrten Materials wirdvor- weise kreisfcrmig nut einem Durchmesser vonrnebr 

zugsweisedu^Auswahl einer Kombinalion von Parame- als 50 pm und voLgsweise mehr 

A^Z^l^ £ Q'^Mttsflache der Bohrung, des (ii) to Abstandzw^nes, dem Substrat und^mdista- 

t££? ^ Ub ^! t "" dderZdtunddESVom 30 len Ende der langgestreckten Bohrung, vorzugsweS 

oehaterausgeubten Drucks gesteuert weniger als 10mm, vorzugsweisTnoch wen^ ^ 

C*maB emem wetteren Aspekt schaffi die Erflndung ein 5 mm und noch besser wenfeerals 1 num 

Verfahnmzum Herstellen einer optischen, elektrorrischen (iii) tbertragtmgsgeschwindigkdt des Materials 

oder optoeteklrcmschen Einrichtung, die die Schritte urn- durch dtolom^oiiugawS, wetter abftm/s 

35 und vorzugsweise noch weniger als 1 m/s; 

c s a vu . . (iv) PkelaitsbreitungsflBchen, die von irgendeiner 

(a Ausbdden^emem Substrat dues vorbestimmten zweckmSBigen Fomf sem konnen, z. B. «SS 

Musters von ^nmnatenal zur Bildung von vorbe- rechtecldg oder kreisrorrnig, und welche V ™S 

SKEE" S ^JSE**? Auftrin - einen grclten Durchmessef von mehr als sT^m^! 

gen eines als Losung handhabbaren Materials; 40 licherweise mehr als 100 pm besitzen, jedochvorzuJ- 

^, ^Zl™* *** U> T 8 . handh ^ ba ™ Mate- weise weniger als 3 mm Jmdvo^e^nochX 

nals m den vorbestmunten Beeachen durch Zuflihren ner als 1 mm Der bevorzugte Berlich der Ausbrei- 

S^H^^, m - V f^ d l^ tdn ^ r - tungsliacben, fflr den die Er&rtung besonders braucb- 

ratsbehfflter dieses Materials stehenden entfemten barist,betragt250um 2 bis 9mnrV 
Ende einer langgestreckten Bohrung zu einem distalen 4S 

Ende dieser Bohrung nahe den vorbestimmten Berei- Dieses Verfahren ist insbesoodere anwendbar flir die Her- 

wS i ^e S z rae d tr^^r^ ^^^^^st^^ 

S^cS-St^ 6 ^ ^ ^8.^ bei der das Verfahren einen weiteren Schritt der Auftrin- 
VZ^^L^ der Berietzungss^ung oder emer 50 gung einer Kathodensdricht nach dem Irocknungsschritt 
Xombniatioo dieser baden tmttels des Kontakts zwi- umfaBt Das als LOnmg handhabbare Material 1st indiesem 

r C ^^^ UDd ^ UbSttat r criaBt; und Zusamnicnhangemlidltemmere^^ 

(c) Durchr^ruug ernes Uoclmungsschrittes. wie em geeignetes Polymer. ' 

n»s a..^i ^ . . . 80 bezteht sich die vornegende Brfindung allgemein auf 

nohL^v^^^T 1^L^L^ mg ^ ena eme 3 ** Mustem Von ^ LO*** handhabbaren Materialien in 

^h^^f Z ^ 5mt ? d ^f r ^^f 0 <^^n/ekktronischeri/optoelektr^ Enrichtuc- 

r J^S^ Un8 d f 0 B °? rUn8 ^f 8 " gCn - i°»b«on«tere, jedoch nicht ausschliefflich fur LEP-Ma- 

Hch des Substratsjm «inc^hchen, so dafi erne selelmve terialien, bei Anwendung eines neuen AiAringverrahiens, 

tS^V^^S^T SubStab er ~ ^ insbeaoodere fflr die Herstellung von gemmSS 

moghcht wird Bei einer anderenAusfuhrmgsform bildet «> richmngen mit grofien "Ausbrdtungsbereichen" braiKhbar 

^!TT C ^^T^^^ B ^ nS r° ld - * V0 ™K™£ Qber 50pm unT^b^dem^SS 

n^^^^^^ S ^ U ^ t ^ toa ^ to 100 um Das Verfahren erlaubVdne Herstellung omhohen^ 

Substzats bewegbch ist Bei einer weitenm Ausfuhrungs- Ehirchsatz und medrigen Kosten, Bd dJtey^teZTZ 

^ td ^! UbStr t^^ Ch "f 1 Wen5gaenS BiDCn fiUirungsform wmL aS^o^^T^^ 
streckten B^ngbeweglich gelagert 65 mit Substrata angewendet, djedneBanTvon SSe? 

I^±r^Z2r g H— ""I TEf An< J^. Ung " ^^eisen, die zwischen rich WannenbildeiSoi 
R«m einer Platte bestehen, die eme Anzahl von Offeungen verarbdtbare Material aus doer oder mehrerm Anordrwn! 
besitzt, deren jede mit einer entsprechenden vorstehenden gen von Pipetten getropft wird. Das Trop^S ai Smg 
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handbabbaren Materials kann von Hand oder automatisch groBen Vorteil gegentlber dem TCntenstrabldruck, indem sie 

gesteuert werden. nicht eincn komplizierten Ttntenstrahlkopf erfordern. wel- 

• ?» Aufbringen des als Lasung handhabbartn Materials, cher sehr dnsdSrfinkende AnftideniiigJKSSi 

^J*^re organischer Subst ™: z - B - Polymeren, aus und dynamischen LBsimgseigerischaften stellt, wie Viskosi- 

der T^nstrahldnick, und daher sind Merkmale, die Donna- flachenspannung, Zusetzen der Tintenstrabldiisan, viwend- 

I'^^r^J^^l^ Wich ^ 8 S™ 4 wie b<« Losungsmittd fur den Untenstrahlkopf und dergL 

viskositiu, ObeiflSchenspaniiung und Benetzungswinkd. Zum besseren Verstandnis der Erfindung, und umzu zd- 

weniger knhsch oder sogar urde vant Beim Tlntensrrahl- gen, wie dieselbe ausgefuhrt weiden kann. wird lediglich 
druck ist es oftmala notw^dig Beoetzungnnittel und/oder 10 bdspielhafi auf die Figure* Bwug genommen. Es zeL 

^ de "^^^toltatenl&ungen2u. Fig. 1 cine statischc DarsteUung des Grundgedar*e3er 

zugeben, um zu ermogkchen, daS dieselben durch das Tin- Erfindung- c 

^^T f8b ^ a !!f g, ^ aCht da " J voriie « en - Fig. 2 eine schematiscbe Darstellung des Auftringens bd 

den Erfindung besteht viel wemger die Notwendigkdt, das Verweodung dner einzigen Pipette; 

^^S^S£^h«,H ^^«^ « " FTg. 3 cine schematise Da^tcllung des Auftringens bd 

^ besctacbe^daB akuve Pixd- Verwendung dner linearen Aimdnung von Pipetten; 
Snrk^n^SXE, J^^^den Fig. 4 due Druufeicht auf eine Anontaung von Kpetton; 

^^t^Z^f? W ' ^ 5a und 5b Draufiricbt bzw. SdtenanaW SZ- 

aere Anwendungen ntfghch sind ordnung fflr mehrfarbiges Aufbringen; 

^ e ^ e ^°^ < * 1 . ll f ">* unterdnem Winkel angeord- Fig.8aund8b eine Darstellung der Wirkung der "Bank"- 

CSSr^^ todB 25 Kg. 9a bis 9d due DarSmg Z^SSS£n 
Mibstrat in einem Abstand von distalen Ende der Pipette an- "Banken"* fi 

SZ^J" JS™^ klcin iBt, so daBderltepfeo, der Ff* 10 dne Draufeicht auf das Substrat vordem Aufbrin- 
vom distalen Ende der Pipette rreigegeben werden soli, in gen; *wwra/iuronn- 

s^^^^ 30 Ban^eT *~ ~ ^ UB ^ Cten 

BS^52ttff»S3r^ J* " Darsefiung dner alternative. Substnuforrn; 

Aj 2r H ^ S A d f"^ eaeo ^ rf «^ ne **J"!L kann leicbt Fig. 13 dne schematische Darstellung dues QLED. 
durch die Abrnwsungen der Pipette und die Zdt und den Der der Erfindung zugrundeuegente Grurjdi^ke be- 
vom Von^sbd^to ausgeubten Druck dngestdlt werden. as steht darin, eine AuoXgvoL pfiuen^^S u^ 
Sliln^^!!^^^ P«»* Mikro-Pipet- dne gemusterte Anordnung von Tro^^d^Sg^ 
^31^^ ^ ^ Materials aufzubringen das aus ugendrinem aSuTg 

bi^anna^eut^h^ W^senschaft Anwendung finden, handhabbaren orgarrischen Halbldtef oder Leiter besteht 

l^ZS^^^T EiDC Steucrun « to ^ 1 «igt den Gnmdgedanker, In Fig. Hst SdaTs ub^ 

A^ngverfehrens karm durch die Konzentration des als 40 sirat fflr eine ocganische Einrichtuns bezdehnet ^Tin 
L^h^abbarea Materials, die Menge der ausgegebe- Tbchnik bekaS kann d^S ^ £ o£ W 
ftdSltJr^ Sub!rtrat f Uber ^ aktiven staff gebildet werden, ea ist jedoch normalerwdS SS- 
^ ri to i?^~ al wwde °- richtig oder in, wesentlichen du^kh%D^ SuteS 

«^f^ f das Vcrfehrra vid talhger als der Tmtca- tragi eine Anzahl von crsten Hektiodei^nmi dk in 

Obwohl die Auflosung der akhven PiKdberdche, die durch gesehm sind Me Etektaxlenberdche 4 kOnnen 1^^^ 
das erfindungsgemaBe Verfahren gebildet werden. nicht so Lnoxid (TTO) geWktowerd^od^ A^Z^^ 

Oberwiegen ^tonoch d» Yarteile die NachteUe fflr Einrich- Elektrodenbereiche 4 kflmen un£ AnS^lx^i^ 
tungen nut pBBm -Ausbrdiungsberdcheo-. 50 bekannten Ibchnik ger^TweX ^ ^ 

Andae bevoraigte. jedoch nicht wesentliche Merkmale Die Hektrodenbadche 4 werden durch eine TW a 
= hd^das bJerbescnrid^ Verfahren von, Tlnter, nes isoliere^S vone^rS «S £ 
stabldruck. Die tner • angewendete TropfengroBe ist grofier formt oder gemustert sind, um'Sto^Tm SmS*^ 
ak ba ^rn typischen Tir^nstraMyerfahreo, und bd der Bodeo in Wakt mil Tn Z^^^^ TL^Z 
%?£%Z B ^"^A ^ Querschnittsfla- S5 richtung stebea Die IWuigXaankWd^S- 

B^Kefb^^„rA 0 ^^!^Tj, ^ T**"* «^ wie SiebdtuctFoK- 

1ro2ch^„5S SS^f t A Sf e, ! abrcn WCKkn 8rafi c « Mikrokontaktdruck ultd dergL Altenativ kZdie 
Ti^fchen nicht wie beun Tinteratrabldruck ausgespdtzt, Bank selbst durch \Wodung von in Rdhe angeordneten 

SS^l ffl 2ff^ talEM - 60 v^fahren aufgebracht werden. So kann das Auftringen^er 

dieTWpfchengrOSe so gehaltcn wint dafi j eder akuve Pixd- ren organischen Halbldters oder Ldters. un » nanQnaDDa - 
beretchr^durch^en Tropfen gebildet werden kann. aber a Eine Anzahl von Pipetten 10 ist^rStdlLdereniede mil 

dj- h . u ' .. u t . 10 sind fiber eine Leitung 12 mit einem Aforratsbehalter 14 

Dte hier beschnebenen Verfahren haben einen woteren verbunden. der dne aufzubringende Losung enthalt in^ 
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1 ist zwht eine Anzahl von Pipetten 10 dargestellt, deren 
jede mit entsprecheiiden Wanneo 8 ausgerichtet und nrit ei- 
nem gcmcinsamcn \toatsbehSlter 14 uber cine gemein- 
samc Lcitung 12 verbunden ist Es sind jedoch rnehrere an- 
dere Anocrdnungen mflglich, wie im folgmden beschrieben 
wild. Die Anordnung gemSB Frg. 1 wild nur verwendet, urn 
das Prinzip dcr Erfindung zu eriautern. 

Das Substrat ist vorzugsweise eben (vc* dem Aufbringen 
der Bankbereiche) und horizontal angeordnet, wflhrend die 
Pipetten im wesentlichen vertikal angeordnet sind. Dies 
trfigt zur Erzielung einer gltichforrrrigen Filmdicke Obex die 
Ausbreitungsbereiche bei, die zwischen den Banktren- 
nungsbereichen gebildet sind 

Die Anordnung gem&fi der Erfindung ermoglicht das Auf- 
bringen von Flcckcn von Losungstropfen 16 in kontrollier- 
ter Weise in die Wannen 8. 

Es wild zwar der Ausdruck Pipette durchwegs zur Be- 
schreibung der leile 10 beuutzt, es ist jedoch zu bemerken, 
daB diese Teile die Form von langgestreckten hohlen Rohren 
besitzen, die das Auftropfen einer Losung unter der Wir- 
kung der Schwexkraft von einetn mit dem Varratsbehiilter 14 
verbundenen entfemten Ende des Rohrs zum distalen Ende 
des Rohrs nahe den Offoungen der Wannen 8 ermoglicht 
Anderc Teile, die zur Verwirklichung der Pipettcn 10 vcr- 
wendet weiden konnten, kflnnten beispieisweise Mikropi- 
petten, Spritzen, vorstehende Dusen, bohle Nadeln und 
dergL scin. Die Bobrungen kfinnen konisch oder zylindrisch 
sein. Bet der beschriebenen Anordnung hat die Bohrung der 
Pipetten 10 eine Querschniilstlache im Bereich von 
0,001 mm 2 bis 10 mm. Bed derbevctmigten Anordnung ha- 
ben die Pipetten eine kreisforrnige Bohrung und der Durch- 
messer ist vorzugsweise grOBer als 50 urn und besser noch 
grdfier als 200 urn. Bin Durchmesser von 50 urn entspricht 
der Querschriittsflache von etwa 2000 um 2 , und edn Durch- 
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messer von 200 urn entspricht einer Querschmttsflaxhe von 
etwa 31 400 unr. Bei der voriiegenden Erfindung brauch- 
bare Pipettenanordnungen sind auf dem pharmazeutischen, 
bio- und biotechnischen Gebiet bekannt und werden daher 
hier nicht im Einzelnen beschrieben, ob wool Abanderungen 
natig sein kfinnen, um eine Optimicrung der lechnik fur die- 
sen Zweck zu enndglichen. Trotzdem wird bemerkt, daB sie 
aus Glas, Metall, Kunststoff oder Kerarrak oder tatsachlich 
aus irgendeinem geeigneten Material hergestellt werden 
konnen, das mit dem als Losung handhabbaren organischen 
Material, das aufgebracht wird, vertrflglich ist 

Die Bank 6 spiel! eine wichrige Rolle, um zu verhindem, 
daB sich L6sungstr5pfchen 16 ausbrciten, und um die Benet- 
zung zu steuern. Obwohl es grundsfitzlich moglich ist, die 
Erfindung ohne Verwendung eines Substrata mit einer vor- 
her aufgebrachten Bank zu yerwirklichen, verbessert das 
Vbrhandensein einer Bank wanrend des Aufbringens die 
Lei stung der fertigen Einrichtungen. Die Bank oder ein Teil 
der Bank kann nach dem Aufbringen entfernt werden, so 
daB sie am fertigen Produkt nicht oder nur teilweise vorhan- 
denist 

Die Wahl der Bankdicke ist wichtig, um die aufgebrach- 
ten Tropfchen 16 richtig innerhalb des Aufbringbereichs zu 
halten, ohne die Bank zu uberfluten. Eine Dicke t von 
0,5 um, vorzugsweise 5 um oder dariiber und noch besser 
10 um oder dariiber ergibt eine annenmbare Wirkung. Die 
Benetzungseigenschaften der Bank 6 musscn ebenfalls bc- 
rucksichtigt werden, so daB wenigstens der obere Tbil einer 
Bank nicht ledcht durch die Losung benetzbar ist Beispiel- 
hafte Formgebungen der Bank werden ausfflhriicher im fol- 
genden erifiutert 

Die Bank kann ledcht mit hohem Durchsatz und billig 
durch Siebdruck aufgebracht und gemustert oder geformt 
werden, Andere Verfahren umfassen Ubliche Aufbringung 



(Spin, Schneide, Memskus, Sprtihen, Bescbichten und 
dergL) zusammen mit fbtolithograJ^scben Formen oder Mu- 
stem. Eine andere Alternative ist der Mikrokontaktdruck. 
Eine weitere Alternative ist die Verwendung eines Pipetten- 
5 aufbringyerf ahrens, wie es hier beschrieben wird. Materia- 
lien flir die Bank sind vorzugsweise organische Isoliermate- 
rialien, z. B. Polyinrid, kDnnten jedoch anorganisch sein. 

Fig. 2 ist eine schcrnatiscbe Darstellung einer Anlage, die 
eine einzige Pipette 10 verwendet Die Pipette 10 stent in 
10 Verbindung nrit dem Vfarratsbehalter 14 Uber die Leitung 12. 
Eine Relati vbewegung ist zwischen dem Substrat 2 und der 
Kpette 10 vorgesehen, die entweder cine Bewegung der Pi- 
pette 10 seitiich bezOgiich des Substrata ermoglicht, wie 
durch den Pfeil A bezeichnet, oder indem eine Bewegung 
u des Substrate 2 seitiich bezQglich der Pipette 10 bewirkt 
wird, wie durch den Pfeil B oderbeide Pfeile A und B ange- 
geben ist Um eine Bewegung der Pipette 10 zu enndgli- 
chen, kann die Leitung 12 flexibel sein. Altemativ kann die 
Leitung 12 starr sein und die ganze Pipettenanordnung, wel- 
20 che die Pipette 10, die Leitung 12 und den \brratsbehaiter 
14 umfafit, kann beweglich ausgef&hrt sein. Mit 18 ist ein 
Ausgabemechamsmus bezeichnet, der unter der Steuerung 
einer Stcuerrinrichtung 20 betStigbar ist Der Ausgabeme- 
dianismus karm unter Druck oder auch von Hand oder auch 
25 automation betStigt werden. Obwohl der Ausgabemecha- 
msmus am Boden des \brratsbehalters dargestellt ist, ist 
dies nur zu schematischen Zwecken gewahlt Der Ausgabe- 
mechanismus kann an irgendeiner geeigneten Stelle in der 
Hpetienanordnung angeordnet werden. 
30 Fig, 3 zeigt das Aufbringen unter Verwendung einer line- 
aren Anordnung 22 von Pipetten 10. Die lineare Anordnung 
umfaBt eine Platte, die in Fig. 3 in Seitenansicht gezeigt ist 
und auf ihrer Unterseite eine Anzahl von Offiiungen 24 auf- 
weist, durch die die Pipetten 10 vorragen. Bei der Anord- 
35 nung dcr Ffe 3 ist eine einzige Reihe von Pipetten 10 index 
Platte 22 vorgesehen. Die Platte 22 hat Bobrungen 26, die 
ein Kommunizieren der Kpetten 10 nrit dem \brratsbehaiter 
14 ermoglicben. Die lineare Anordnung und/oder das Sub- 
strat 2 konnen sich in der x-y-Ebenc entweder in der x- oder 
40 in der y-Richtung bewegco. 

Fig. 4 zeigt eine zweidimensionale Anordnung 28 von Pi- 
petten in Draufsicht auf ihre Unterseite, Obwohl in Mg. 4 
nicht ersichtlich, ist klar, dafi die Pipetten 10 aus der Unter- 
seite der Anordnung 28 vorragen und in x- und y-Richtung 
45 regelmflBig angeordnet sind. Bei einer zweidimensionalen 
Anordnung der in Fig. 4 gezeigten Art konnen die Pipetten 
10 nrit den erforderiichen Aiifbringbereichen auf dem Sub- 
strat 2 ausgerichtet sein, und die Musterung kann so in ei- 
nem Ein-Schritt-Verrahren stattfinden. Fur die Anordnung 
SO einer einzelnen Pipette oder einer linearen Anordnung ge- 
maB Fig. 2 und 3 ist dagegen eine Reladvbewegung erfor- 
derlich, wie bereits eriautert. Es kann ein writer Bereich von 
regelmflfiigen oder unregelmflBigen Pipeuenanordnungen 
mit oder ohne Verwendung von Fortschalt- und Wiederho- 
SS lungsbetatigungen ins Auge gefafit werden. 

Fig. 5a und 5b zeigen cine Anordnung von Pipetien 30 fur 
mchrferbiges Aufbringen. Das heifit, die Anordnung der Pi- 
petten ist derart, dafi sie jeweils nrit Aiifbringbereichen aus- 
gerichtet werden konnen, die aus verschiedenen Polymeren 
a herzustellen sind; welche lkhtendttierende Egenschaften 
bei jeweils unterschicdlichcn Wellcnlangcn besitzen. Die Pi- 
petten sind mit lOr, lOg und 10b bezeichnet, um die Tatsa- 
che anzugeben, daB sie jeweils rot, grttn bzw. blau emitrie- 
rende Polymere zufuhrcn. Sie sind jeweils nrit unterschied- 
fis Uchen Vorratsbehalteni 14r, 14g und 14b zur Zufiteung die- 
ser jeweils unterschiedlichen Polymere verbunden. 

Fig. 6 zeigt eine andere Anordnung, bei welcher drei li- 
neare Reihen 32, 34 und 36 zur jeweiligen Zufllhrung der 



DE 199 18 193 A 1 



unterachaedliches Licht emittierenden Pblymere vorgesehen 
sind. 

Das den Fig. 5a, 5b und 6 zugnmdehcgcnde Prinzip kann 
auch auf das Aufbringen anderer Polymere in dcr gleichen 
Richtung ausgedehnt werden, z. B. leitende Polymere zur 5 
Bildung von T .adugggtranspartschichten. 

Fig. 7 zeigt wie eine linearc Anordnung 22 dcr in Fig. 3 
gezrigtcn Art rait ciner kleineren Anzahl von Fipetten als 
der Anzahl von aufgehrachten Bereichen, die bei der ferti- 
gen Einrichtimg erfonkdicfa sind, verwendet weideo kann, 10 
indem die Anordnung 22 schrittwcUe in x- und y-Richtung 
verse tzt wild. Die gestrichelten Lkden bezeichnen zukttnf- 
tige Lagen der Anordnung 22, da sie mehreren Schritten 
tlber dem Substrat unterworfen wird. 

Bci der vorangehenden Beschreirjung wird angenomrnen, u 
daB cin einziges Tropfchen 16 der Losung Ober die Pipette 
10 auf den Aufbringbereich an jeder S telle der Pipette 10 
bzw. der Anordnung 22 getropft wird. Es ist jedoch diirch- 
aus mflglich, mchrere Schritte vorzunehmen, urn mehr als 
ein Tropfchen an einer S telle aufzubringen, Es ist ferncr 20 
mflglich, eine kontinuierliche oder halbkontinuieriiche Strd- 
iming aus der Pipette 10 anzuwenden, wenn dies nrit einer 
Bewegung der Pipetten 10 relativ zum Substrat 2 kombimert 
wird. Dies ist beispielsweisc besonders brauchbar zur Her- 
stellung von linear gemusterten Bereichen mit linear gemu- 25 
steiten Banken. Beispielsweise ist das Mustem von ver- 
scbiedenen roten, grUnen und blauen Polymeren in Streiren 
fur LEPs oder gernustertes fiuoreszierendes Material mdg- 
lich. Ferner ist es moglich, FarbfUter flir LCD-Displays in 
dieser Weise zu mustern. 30 

Fig. 8a und 8b zeigen die Wirkung der Bank 6. In Fig. 8a 
ist ein Tropfchen 16 uber dem linkesten Aufbringbereich 
dargestellt bevor es den ITO-Bereich 4 beruhrt Rechts da- 
von ist dargestellt, was passiert, wenn das Tropfchen mit 
dem rrO-Bcreich 4 in Bcrflhrung kommt, d h., es ist zwi- 33 
schen den Wtoden der Bank 6 auf beiden Seiten der Wanne 
8 eingeschlossea 

Nach einem Irocknungsvorgang erscheint die Einrich- 
tung, wie in Fig. 8b gezeigt Das heiBt, das TWpfchen 16 ist 
getrocknet, urn Schichten 38 Ubcr den ITO-Bereichcn 4 zu 40 
bilden. Diese Schichten 38 sind dflnne Fumschichten der 
Losung, die durch die Pipetten 10 aufgetropft warden sind. 
Die "Ebenheit" der dflnnen Filrnschichten 38 wird durch Be- 
achtung der Losungscigenschaften, der Substrat-Benet- 
zungseigenschafben, der Bank-BenetzungseigeiischatTen 45 
und der Ebenheit des Substrata gesteuert. 

Fig. 9a bis 9d zeigen ein Substrat nut einer zweischichten 
Bank, wobei die erste Schicht mit da und die zweite Schicht 
mit 6b bezeichnet ist Die erste Schicht 6a kann somit aus ei- 
nem Material mit Mhnlichen Benetzungseigenschaften wie SO 
Indiurnzinnoxid gcwfihlt werden, das fur die Elcktrodcnbc- 
reiche 4 verwendet wird. Die zweite Schicht 6b kann ihre 
die Wanne 8 bildenden Bander wegweisend von den Ban- 
dera der ersten Schicht 6a aufweisen. Eine Anzahl von ver- 
sctdederjen Randanordnungen sind in den Fig. 9a, 9b, 9c SS 
und 9d dargcstellL Dies crmoglicht, daB die HShc der zwei- 
ten Schicht 6b ohne unzuiassigc Beeinflussung der Benet- 
zunpeigeoschaften direkt neben der Indiumzmnoxid- 
Schicht vergroBert wird, wobei diese durch die dflnnere 
Schicht 6a, das YTO und die Lfisungseigenscfaaften gesteuert 60 
wird. Die zweite Schicht konnte beseidgt werden, so daB sie 
im fertigen Prodiikt rricht vorhanden ist 

Fig. 10 ist eine Draufticht, die klarer darstellt, wie die 
Bank 6 OShungcn oder Wannen 8 bildet urn aktive Bcrei- 
chepflfrdieEinnchtungfcstzulegen. Mit4sinddieStreifen 65 
des ITO bezeichnet, wieobea 

Fig. 11 zeigt eine Anzahl von mfiglichen Bankfcrrnea 
Diese Formcn konnen zu einer zwcischichtigen Struktur 
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kombiniert werden, wie in den Fig. 9a bis 9d gezeigt 

Fig. 12 zeigt eine alternative Substratform vor dem Auf- 
bringen. Bei der Anordnung der Fig. 12 sind die ITO-Strei- 
fen 4 sich seitlich erstreckend dargestellt, wobei sich der 
Bankstreifen 6 quer zu den ITO-Streifen 4 erstreckt Dies er- 
mfiglicht eine Bewegung der Pipette 10 Ifings der zwischen 
den Banken 6 erzeugten Wanne, umLosung in einer konti- 
nuierlichen oder halbkontinuierlichen Strflmung aufeubrin- 
gen. Nach dem Aufbringen der Losung und Trocknen zur 
Erzeugung eines Films 38 kann eine Kathode aufgebracht 
werden, um das fertige Produkt zu erzeugen, das in Fig. 13 
dargestellt ist Die Kathode kann beispielsweisc aus Alumi- 
nium oder einer Doppelschicht von Aluminium und Kal- 
ziumoder aus irggn^gjfipm fur nig arns^h e LED s verweude- 
ten Kathodenmaterial bestehen. So hat bei der fertigen Bin- 
richtung der Fig. 13 die Uchternittierende Einrichtung eine 
Struktur, die aus einem Substrat 2, einer Anzahl von Indi- 
um rinnoxid-Streifen 4, welche sich seitlich erstrecken, und 
einer Anzahl von Bankstreifen 6 besteht die sich quer zu 
den Indiumzmnoxid-Streifen 4 erstrecken. Zwischen den 
Stiedfen 6 ist ein dunner Film aus einem lichtemittierenden 
Polymer 38 gebildet der das Ergebnis eines Trocknungs- 
schrittes nach dem Aufbringen des als Losung handhabba- 
ren Materials mit Verwendung der Pipette 10 ist Der dflnne 
Rim 38 liegt tlber den TndiiimrinnoxidVStreifen 4 und bildet 
daher aktive Pixels p in den Oberiar^ungsberedchen. Die 
Kathode 40 Qbcrdeckt die Einrichtung. Wenn ein elektri- 
sches Feld zwischen den maluntzirmoxid-Streiferi und der 
Kathode 40 angelegt wird, werden I^dungstrager entgegen- 
gesetzter Art von dem ITO bzw. der Kathode in die licfate- 
mittierende Schicht 38 injiziert Diese Ladungstrager re- 
kombinieren und zersetzen sich strahlend, um das Aussen- 
den von licht zu bewirken. 

Das Veifahrenistzwar mit Bezug auf die Herstellung von 
OLEDs beschrieben worden, es wird jedoch bemcrkt, daB 
auch andere aktive optische, elektronische oder opto-elek- 
trorrische Emrichtungen hergestellt werden kdnnen, bei- 
spielsweise mehrrarbige und/oder RGB-Einrichtungen, ge- 
musterte LEPs oder Fluoreszenzfilter, aktive oder passive 
Marrizcn, Dioden und Fotodioden, Trioden, Optokoppler, 
fotovoltaische Zellen, Dfinnscrrkhttransistoren und dergL 
Diesen Einrichtungen ist gemeinsam, dafi sie wemgstens 
eine gemusterte aktive organische Halbieiter- oder Leiter- 
schicht enthalten. 

Die Anordnung wird vorzugsweise rnit einem steuerbaren 
Troptenabgabernechanismiis verwendet der in der Lage ist, 
steucrbarcMengentoLdsung auf das Substrat auszugeben. 
Jede Pipette kann rinzeln steuerbar sein. 

Wahrend die hier beschriebene OI^D-Struktur mit einem 
im wesentlichen durchsichtigen Substrat 2 mit vorgemuster- 
ten Elektroo^nbereichen von no beschrieben wurde, ist zu 
bemerken, daB auch andere Aufbauten moglich sind Bei- 
spielsweise und rricht einschrankend ist es moglich, leiten- 
des Zinnoxid oder Metall oder Legierungen als die vorge- 
musterten Elektroden zu verwenden. Alternativ kann die 
Kathode am Boden der Anordnung aufgebracht werden start 
auf der Oberscite, wie in fig. 13 dargestellt 

Substanzen, die ertindungsgemMB aufgebracht werden 
konnen, umfassen die folgenden: 

a) leitende Polymere, wie Pblyanilin (PANI) und Deri- 
vale, Pblythiophene und Derivate, Pdlypyrrol und De- 
rivate, MyemylenmOTythioptei; dotierte Formen aU 
dieser Substanzen und insbesondere mit Polystyrol- 
SulfonsSure dotiertes Pdiyemylendioxythionhen 
(PEDT/PSS); 

b) als Losung handhabbare Mokkularverbindungen 
cinschlieBlich Spiro- Verbindungen, wie sie z. B. in EP- 
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A-0 676 461 beschrieben and; 

c) als L&sung handhabbare, Ladung transportiereade 
uod/oder lumiocszicrcndc/ekklrolumineszieTCnde Po- 
lymere, voizugsweisc konjugierte Pblymerc, wic: Po 
lyphenylene und Derivate, Folyphenylerivinylene und S 
Derivate, Polyfluarene und Derivate, Iriaryl enthal- 
tcndc Polymerc und Derivate, VbrlaufcrpolymCTc in 
verschiedenen Formen* Copolymerc (einschliefilich 
der oben benannten Polytneridassen), allgemein stati- 
stische und Blockcopolymoe, Pdlymere mit der akti- 10 
ven (LSdung transportierenden und/oder lumineszie- 
renden), als Seitengruppen an der Hauptkette ange- 
brachten Sorton, Hophene und Derivate und dergL; 

d) andere anorganische Veibindungen, z, B. als L6- 
sung handhabbare organometallische Vbrlanfcrverbin- 15 
dungen zur Herstellung von Isolatoren Oder Ledtern. 

In diesem Zusammenhang ist ein als Ldsung handhabba- 
res Material eines, das nach Trocknung eine endguldge sta- 
bile Form erzeugt, die vorzugsweisc optisch/elektrccisch/ a> 
optoelektronisch aktiv ist So sind liteungen, die nach dem 
Trocknen ihre endgftltige Fazm erreichen, eingeschlossen 
wic auch Losungen eines Vbriaufcrpolymcrs, das nach dem 
Trocknen in die endgulti gc Form des Polymers sich umwan- 
delt Bine Weise, in der das als LBsung handhabbare Mate- 25 
rial seine endgiillige Farm erreichen kann, ist die \ferdamp- 
rung von Losungsmittel, wodurch ein fester geloster Stoff 
zurUckbieibL Dies karm erreicht werden, indem das Material 
getrocknet wind oder indem man es bei KTP (Zirnmertempe- 
ratur und -druck) trocknen ISBt Naturlich kann eine Hock- 30 
nung durch sich selbst nicht ausreichend sein, urn das als 
Ldsung handhabbare Material in seinen endgultigen stabilen 
Zustand umzuwandeln, in welchem Fall weitere Schritte 
vorgesehen werden kfinnen, urn die notwendige Anderung 
in der chemiscben Zusammensetzung des Materials zu be- 35 
wirken. 

Das hier beschriebene Aufbringverfahren ist insbeson- 
dere brauchbar Mir Inline- Verarbeitung zum Aufbringen ei- 
ner Anzahl von verschiedenen Substanzen. Das beiBt, ein 
Substrat kann kontinuierlich oder schritrweise zwischen ei- 40 
ner Anzahl von verschiedenen Bohningsanordnungen zum 
Aufbringen von verschiedenen Materialien fur die Bildung 
unterschiedlicher Scbichten bewegt werden. 



1. Verfahren zum sdektiven Aufbringen eines als Ld- 
sung handhabbaren organischen Materials, welches 



Aufbringen des Materials durch eine langgestreckte SO 
Bohnzng von einem in Verbindung mit einem Vbrrats- 
behalter dieses Materials stehenden entfemten Ende zu 
einem distalen Ende nahe einem Substrat zur Auf- 
nahme dieses Materials, wobei die Zufuhrung des Ma- 
terials so gesteuert wird, daB es das distale Ifrvfa unter 55 
der Wirkung der Schwerkraft oder der Benetzungs- 
spannung oder einer Kombination dcrselbcn infolge 
des Kontakts zwischen diesem Material und dem Sub- 
strat veriaBt 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem die we- «> 
nigstens eine Bohrung in Verbindung mit dem Vbrrats- 
behalter tiber einen flexiblen Schlauch stent, urn eine 
Bewegung der Bohrung beztiglich des Substrata zu er- 
mfiglichen, so daB eine seiektive Aufbringung in vox- 
bestimmten Bereichen des Substrats ermoglicht wild. 65 

3. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem die lang- 
gestreckte Bohrung einen leil einer BohrungsanorcV 
nung bildet, die den \fcxratsbehalter einschlieBt und be- 



zfiglich des Substrats beweglich ist, urn das seiektive 
Aufbringen in vorbestimmten Bereichen des Substrats 
zu ermoglichcrL 

4. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem das Sub- 
strat beztiglich der werrigstens einen langgestreckten 
Bohrung beweglich gelagert ist, urn das seiektive Auf- 
bringen in vorbestimmten Bereichen des Substrats zu 
ermogUcherL 

5. Aferfahren nach Anspruch 3, bei welchem die Bob- 
ningsarjordnung aus einer Anordnung in Farm einer 
Platte besteht, die eine Anzahl von Offiiungen besitzx, 
deren jede mit einer entsprechenden vorstehenden 
langgestreckten Bohrung in Verbindung stent, wobei 
die Ofihungen eine Verbindung der Bohrungen mit 
dem Vbrratsbehalter ermoglichen. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, mit wenigstens drei 
langgestreckten Bohrungen in Verbindung mit jeweils 
unterschiedhchen AferratsbehaTtern zur ZufQhrung von 
unterschiedlichen Materialien zu vorbestirnmten Berei- 
chen des Substrats, wobei die imtersctriedlichen Mate- 
rialien lichtemitrierende organische Materialien sind, 
die Licht von unterscrnedlicheD WellenlMngen emittie- 
ren konnen. 

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem das Substrat ein vorgefbrmtes Muster 
von Ire nn material zur Bildung vorbestirnmter Berei- 
che tragt, in denen das seiektive Aufbringen stattfinden 
solL 

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei welchem ein Elek- 
trodemrjaterial in den vorbestirnmten Bereichen varher 
aufgehracht worden ist. 

9. Verfahren nach einem der vorangenenden Anspru- 
che, bei welchem die Querschnirtstlache der Bohrung 
im Bereich von 0,001 mm 2 bis 10 mm 2 liegt 

10. Verfahren nach einem der vcrangehenden Anspru- 
che, bei welchem der Abstand zwischen dem Substrat 
und dem distalen Ende der langgestreckten Bohrung 
wernger als 10 rnmbetragt 

11. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem die Geschwindigkeit des Aufbrin- 
gens des Materials fiber die langgestreckte Bohrung 
wernger als 3 rn/s betragt 

12. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem die vorbestimmten Bereiche eine ma- 
ximale Abmessung von mehr als 50 um besitzen. 

13. Verfahren zum Herstellen einer optischen, elektro- 
nischen oder optoelektroniscben Einrichtung, welches 



(a) Ausbilden auf einem Substrat eines vorbe- 
stimmten Musters von Trennmaterial zur Bildung 
von vorbestimmten Bereichen fur das darauffol- 
gende Aufbringen eines als Ldsung handhabbaren 
Materials; 

(b) Aufbringen eines als Losung handhabbaren 
Materials in den vorbestimmten Bereichen durch 
Zufuhren des Materials von einem in Verbindung 
mit einem Vbrratsbehalter dieses Materials ste- 
henden entfemten Ende einer langgestreckten 
Bohrung zu einem distalen Ende dieser Bohrung 
nahe den vorbestirnmten Bereichen, 

wobei die Zufilhrung des Materials derart gesteu- 
ert wird, daB es das distale Ende unter der Wir- 
kung der Schwerkraft oder der Benetzungsspan- 
nung oder einer Kombination dieser beiden mit- 
tels des Kontakts zwischen dem Material und dem 
Substrat veriflfit; und 

(c) DurcrrfQhrung eines Trocknungsschrittes, 

14. Vetfahren nach Anspruch 13, welches vor dem 
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Scfaritt (a) den Schritt des Ausbildens aufdem Substrat 
cincr Anzahl von Eleklrodcnbcrcichen umfafit, die in 
den vorbcstinnnten Bcieichen freiliegen. 

15. Verfahrcn nach Anspruch 14, bei welchem die 
Elektrodenbereiche Anodenbereiche sind und das 5 
fahren einen weiteren Schritt des Aufhringens eaner 
Kathodenschicht nach dem Trocknungsschritt umfafit 

16. Verfahicn nach Anspruch 13, 14 oder 15, bei wel- 
chem das als Lbsung handhabbare Material ein lichte- 
mittierendes organise hes Material ist 10 

17. Verfahrcn nach Anspruch 1 Oder 13, bei welchem 
das Material in Koctakt mit dem Substrat gebracht 
wind, wShrend das Material aoch in Kontakt mit dem 
distalen Ende dex Bohiung steht 

18. Verfahien zurn Herstellen cincr aktiven Xompo- 15 
nente fUr cine optische, elektronische Oder optoelektro- 
nische Einrichtung unter Anwendung des \ferfahrens 
nach Anspruch 1 oder Anspruch 13. 
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